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PROCEDE DE FABRICATION DE CARTES SANS CONTACT PAR 
LAMINAGE ET CARTE SANS CONTACT FABRIQUEE SELON UN TEL 

PROCEDE 

La pr^sente invention conceme un proc&16 de fabrication d'objets portatifs 

5 au format carte et notamment de tels objets comportant, d'une part, un corps 
d'objet plastique compost de feuilles plastiques couvertes par des feuilles 
externes de recouvrement ou overlays et, d'autre part, une antenne dont les deux 
bornes sont connectees k des plots de connexion d'une puce a circuit int£gr6 
noyee dans le corps de carte. 

10 Ces objets portatifs au format carte sont aptes k fonctionner sans contact 

61ectrique, au moyen d'un couplage inductif entre Tantenne du corps de carte et 
ceile d'un lecteur assocte. lis sont utilises, en particulier, en tant que titre de 
transport ou de badge d'accSs k des locaux proteges. 

Pour leur fabrication, on procSde classiquement de la manidre illustree aux 

15 figures 1 et 2 des dessins annexes. 

Tout d'abord, on imprime des feuilles de polycarbonate (PC) en 
quadrichromie offset. Une premiere feuille 1 de PC est imprimte recto et une 
seconde feuille 2 est imprim^e verso. 

Par ailleurs, on reporte un nombre determine de puces 3, prealablement 

20 munies de protuberances 4, sur une feuille support 5 de polychlorure de vinyle 
(PVC) et de maniere a connecter electriquement les plots de connexion de 
chacune desdites puces 3 aux bornes d ! une antenne 6 serigraphite k la surface de 
la feuille support 5, Une resine de scellement 7 est alors deposte au lieu des 
connexions et k la face active de la puce 3. 

25 Puis, apres avoir serigraphie une colle thermoactivable sur chaque feuille, 

on superpose, dans Tordre indique ci-apres : une premiere feuille externe de 
revetement 8, la seconde feuille 2 de PC, la feuille support 5 portant la puce 3 et 
Tantenne 6, une feuille 9 ^incorporation de cette puce 3, la premiere feuille 1 de 
PC et une seconde feuille externe de revetement 10. Les feuilles 5, 9, 8 et 10 sont 



des feuilles de PVC. On obtient alors un ensemble superpose dont les epaisseurs 
des differentes feuilles sont de Tordre des suivantes : 



Mi*af¥%i£kt*o 'fiat 1 1 1 1 ^ avfom o voi / Atom onf 

- premiere ieunie exieme ae reveiemeni 


. ju Jim 


- premiere feuille de PC 


: 150 \im 


- feuille ^incorporation 


300 jim 


- feuille de support 


190 \im 


- puce 


260 \im 


- seconde feuille de PC 


150 \Ltn 


- seconde feuille externe de revetement 


50 nm 


Cet ensemble est alors soumis a un premier puis a un second Iaminage a 



chaud selon des cycles de pression et de temperature definis. Notamment, le 
premier Iaminage, effectue a une temperature de Tordre de 140°C, est destine a 
coller les feuilles constitutives de Tensemble par activation de la colle 
thermoactivable et a faire de sorte que les puces 3 s'incorporent dans la feuille 

15 d'incorporation 9 et le second Iaminage, effectue de meme a une temperature de 
Tordre de 140°C, est destine a ameiiorer, d'une part, Tadhesion entre les 
differentes feuilles de Tensemble et, d'autre part, Tetat de surface dudit ensemble. 

Ensuite, Tensemble lamine est decoupe et on obtient, au final, des objets 
portatifs au format carte tel que definis dans la norme ISO 7816-1, c f est-a-dire 

20 d'environ 0,760 mm d'epaisseur, de 85 mm de longueur et d'environ 54 mm de 
largeur. 

Toutefois, le procede decrit ci-dessus presente certains inconvenients. 

II necessite la presence de deux materiaux thermoplastiques principaux : PC 
et PVC. Or, la temperature de transition vitreuse du PC, qui est de Tordre de 
25 150°C, est superieure a la temperature de transition vitreuse du PVC, qui est 
seulement de Tordre de 70°C. Le PC n'atteint done pas sa temperature de 
transition vitreuse au cours des premier et second laminages. C'est la raison pour 
laquelle ii est necessaire de coller les differentes feuilles entre elles au moyen 
d'une colle. 
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De plus, la maitrise de l'impression offset du PC est mal assuree, de meme 
que la decoupe de ce materiau plastique, a l'origine d'imperfections sur le champ 
des cartes. 

Bien entendu, en vue de pallier les inconvenients du proc6d6 d&rit ci- 
5 dessus, on a imaging remplacer les feuilles de PC par des feuilles de PVC. 
Toutefois, les cartes alors obtenues auraient montre, k leur surface et k la 
verticale au-dessus et au dessous de la puce, des defauts d'aspect consistent dans 
la presence de traces blanchatres dues, k ces endroits, a une 
polymerisation/dSpolymerisation du PVC des differentes feuilles de l'ensemble 
10 laming et, en particulier, des feuilles de recouvrement, dans des conditions 
specifiques differentes des conditions existantes dans le reste du corps de carte. 

Aussi, compte tenu de ce qui precede, un probleme que se propose de 
r^soudre 1'invention consiste dans la realisation d'un proc6d6 de fabrication d'un 
objet portatif au format carte comportant : 
15 un corps d'objet comprenant une feuille support plastique, une feuille 

^incorporation plastique ainsi qu'une premiere et une seconde feuilles externes 
de recouvrement ; 

une antenne munie de deux bornes d'antenne ; et 

une puce a circuit integr^ munie de deux plots de connexion, ladite puce 
20 etant incorpor6e dans la feuille d'incorporation, chacun desdits deux plots de 
connexion etant connecte electriquement a une borne d'antenne ; 
ledit procede comportant Tetape suivante selon laquelle 

on reporte la puce sur la feuille support ; 
proced6 qui pallie les inconvenients ci-dessus et, notamment, permet d f 6viter 
25 l'emploi de PC sans pourtant que les cartes obtenues pr&entent des defauts 
d'aspect. 

Considerant ce probleme, la solution de Tinvention a pour premier objet un 
procede du type precite caracterise en ce qu'il comporte les etapes suivantes selon 
lesquelles : 



on lamine la feuille support, sur laquelle on a reporte la puce, avec la feuille 
d'incorporation de maniere a obtenir un premier ensemble lamine dans lequel la 
puce est incorporee dans la feuille ^incorporation ; et, dans un etape ulterieure, 

on recouvre le premier ensemble lamine des premiere et seconde feuilles 
5 externes de recouvrement. 

Ainsi, en procedant en deux etapes avec obtention d'un premier ensemble 
lamine PVC puis en recouvrant ce premier ensemble des feuilles de 
recouvrement, il est possible d'utiliser uniquement un meme plastique pour la 
fabrication des feuilles de I'objet portatif au format carte, et notamment d'eviter 
10 l'emploi du PC, sans pour autant que la carte pr^sente des d^fauts d'aspect. 

L'expose non limitatif qui suit permettra de mieux comprendre la maniere 
dont l'invention peut etre mise en pratique. II est redige au regard des dessins 
annexes, dans lesquels : 

- la figure 1 illustre, en coupe transversale eclatSe, im precede de 
15 fabrication d'une carte selon Tart anterieur ; 

- la figure 2 montre, en coupe transversale, une carte obtenue selon un 
_proced6_deTart anterieur ; 

- la figure 3 illustre, en coupe transversale, une etape de laminage d'un 
precede de fabrication d'une carte selon l'invention ; 

20 - la figure 4 montre, en coupe transversale, le premier ensemble obtenu 

selon Tetape de laminage de Tinvention ; 

- la figure 5 illustre, en coupe transversale eclatee, une etape de laminage 
du premier ensemble avec des feuilles de recouvrement selon l'invention ; et 

- la figure 6 illustre, en coupe transversale, une carte obtenue selon un 
25 precede selon l'invention. 

L'invention a pour objet la fabrication d'objets portatifs a puce au format 
carte. Ces objets sont notamment definis dans les normes ISO7810, IS07816, 
dans le projet de norme IS014443 et dans les normes ETSI/GSM1 1.11 et 
ESTI/GSM 11.14 dont le contenu est integre aux presentes par citation de 
30 reference. 
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La fabrication de ces objets est avantageusement mise en oeuvre sur des 
feuilles de grandes dimensions. Par exemple, de teiles feuilles ont une largeur de 
l'ordre de 22 cm et dont une longueur de l'ordre de 32 cm. II est ainsi possible 
d'obtenir rapidement, aprSs decoupage, un nombre important de cartes. Dans 
5 l'exemple precitS, ce nombre est de l'ordre de 10. 

Toutefois, de maniere a faciliter la lecture de 1'exposS qui suit, 1'invention 
est decrite essentiellement au regard de la fabrication d'une carte unique. 

Selon 1'invention, pour la fabrication d'une carte, on serigraphie une antenne 
1 1 a la surface d'une feuille support 12. 
10 La feuille support 12 est plastique, notamment thermoplastique, 

avantageusement en PVC de temperature de transition vitreuse de l'ordre de 
70°C. Son 6paisseur est de l'ordre de 190 Jim. 

L'antenne 1 1 se prSsente par exemple sous la forme d'une spirale de trois 
spires d'une encre conductrice k base €poxy chargSe argent dont les extr&nites 
15 constituent deux bomes 13 situees k proximite Tune de l'autre. 

Dans une 6tape ulterieure, on reporte une puce 14 k circuit int6gre sur les 
bornes 13 de l'antenne 1 1 de mani&re k connecter des plots 15 de contact de ladite 
puce 14, auxdites bomes 13 d'antenne 11. 

Une telle puce 14 est sensiblement parall&epipedique et rectangle de 260 
20 ^m d'epaisseur et de 2 mm de c6t6. Elle comporte une face active munie d'au 
moins deux plots 15 de contact. Ces plots 15 sont eux-memes munis de 
protuberances 16 ou bumps realises dans un polym&re conducteur 
thermoplastique ou thermodurcissable tel qu'un polymere a base epoxy charge 
argent. 

25 Une r^sine 17 de scellement est deposee sous forme liquide sur un cote de 

la puce 14 correspondant a sa face active. Cette resine de scellement migre par 
capillarite sous la puce 14, enrobe les elements de connexion, c'est-a-dire les 
plots 15 de contact, les protuberances 16 ainsi que les bornes 13 d'antenne 1 1, et 
scelle la puce 14 a la feuille support 12. 
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Par la suite, ainsi que cela est illustre a la figure 3, on superpose a la 
feuille support 12, sur laquelle on a reporte la puce 14, une feuille ^incorporation 
18. Cette feuille 18 est une feuille plastique, notamment thermoplastique et 
avantageusement d'un thermoplastique ayant une temperature de transition 

5 vitreuse faible. II s'agit en particulier de PVC dont la temperature de transition 
vitreuse est de l'ordre de 70°C. 

L'ensenible superpose ainsi obtenu est alors, selon Tinvention, laming a 
une temperature de l'ordre de 140°C et sous pression selon un cycle determine. 
Par exemple, Tensemble est soumis a une temperature de 140°C et h une pression 

10 de 10 bars pendant 10 minutes, puis la pression est augmentee pendant 7 minutes 
jusqu'i atteindre 100 bars ou iadite pression est stabilisee pendant 4 minutes. La 
temperature est alors descendue a 20°C ou Tensemble est soumis a une pression 
de 200 bars pendant 1 8 minutes. 

A la figure 4, on a montr6 le premier ensemble lamine alors obtenu. Dans 

15 ce premier ensemble, la puce 14 est incorporfe k la feuille 18 ^incorporation, 
cette feuille 18 ayant en effet ete portte a des conditions de temperature et de 
pression telle qu'elle a subi une fusion permettant Integration de ladite puce 14. 
Ce premier ensemble lamind est appele inlet. II peut etre stocke et manipute sans 
aucun risque pour la puce 14 ou pour Tantenne 11, ces elements etant entierement 

20 noyes dans ledit ensemble. 

Dans une autre etape selon Tinvention, une premiere 19 et une seconde 20 
feuilles de recouvrement sont imprimees en quadrichromie offset et en images 
dites inverses, la premiere feuille 19, cote verso, et la seconde 20, cot6 recto. Ces 
feuilles 19, 20 sont plastiques, notamment thermoplastiques, avantageusement en 

25 PVC. Leur dpaisseur est de Tordre de 50 jxm. 

Ainsi que cela est illustre k la figure 5, le premier ensemble lamine est 
alors recouvert des deux feuilles 19, 20 de recouvrement. La premiere feuille 19 
couvre directement la feuille ^incorporation 18 et la seconde feuille 20 couvre 
directement la feuille de support 12, les cotes imprimis desdites feuilles 19, 20 

30 etant en contact avec lesdites feuilles 18, 12, respectivement. Cette etape selon 



laquelle on recouvre le premier ensemble lamine peut avantageusement 
s'accompagner d'un second laminage dudit premier ensemble avec les feuilles 19, 
20. Ce second laminage est eflfectut selon un cycle de temperature et de pression 
du type prtcitt permettant le soudage des deux feuilles de recouvrement avec ie 
premier ensemble laming. En pratique, la temperature atteinte au cours de ce 
cycle est de l'ordre de 140°C. 

On obtient alors un second ensemble laming qui peut etre dtcoupe au 
format carte. 

Les cartes obtenues component et, en fait, component uniquement quatre 
tpaisseurs principales constitutes par les feuilles 19, 12, 18 et 20, une puce etant 
portte par la feuille 12 et incorporte dans la feuille 18. Toutes ces tpaisseurs sont 
avantageusement constitutes du meme materiau plastique, le PVC. 
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RE VESICATIONS 

1 . Procede de fabrication d'un objet portatif au format carte comportant : 

un corps d'objet comprenant une feuille support (12) plastique, une feuille 
^incorporation (18) plastique ainsi qu'une premiere (19) et une seconde (20) 
5 feuilles externes de recouvrement ; 

une antenne (11) munie de deux bomes (13) d'antenne ; et 
une puce (14) a circuit int£gre munie de deux plots (15) de connexion, 
ladite puce (14) 6tant incorporee dans la feuille d'incorporation (18), chacun 
desdits deux plots (15) de connexion etant connecte electriquement k une borne 
io (13) d'antenne ; 4) 
ledit procede comportant l'etape suivante selon laquelle 

on reporte la puce (14) sur la feuille support (12) ; et 
caracterise en ce qu'il comporte en outre les etapes suivantes selon lesquelles : 

on lamine la feuille support (12), sur laquelle on a reporte la puce (14), 
15 avec la feuille d'incorporation (18) de maniere k obtenir un premier ensemble 
lamine dans lequel la puce (14) est incorporee dans la feuille d'incorporation (18) 

; et, dans une 6tape ult6rieure ; 

on recouvre le premier ensemble lamine des premiere (19) et seconde (20) 
feuilles externes de recouvrement. 
20 2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que la feuille support (12), £ 
la feuille d'incorporation (18), les premiere (19) et seconde (20) feuilles externes 
de recouvrement sont thermoplastiques en polychlorure de vinyle. 
3- Procede selon rune des revendications 1 ou 2, caracterise en ce que la 
premiere feuille de recouvrement (19) couvre directement la feuille 
25 d'incorporation (18) et en ce que la seconde feuille de recouvrement (20) couvre 
directement la feuille support (12). 

4. Procede selon l'une des revendications 1, 2 ou 3, caracterise en ce que l'etape 
selon laquelle on recouvre le premier ensemble lamine des premiere (19) et 
seconde (20) feuilles externes de recouvrement s'accompagne d'un laminage du 
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premier ensemble laminS avec lesdites premiere (19) et seconde (20) feuilles de 
recouvrement. 

5. Objet portatif au format carte lamine comportant : 

un corps d'objet comprenant une feuille support (12) plastique, une feuille 
5 ^incorporation (18) plastique ainsi qu'une premiere (19) et une seconde (20) 
feuilles externes de recouvrement ; 

une antenne (11) munie de deux bornes (13) d'antenne ; et 
une puce (14) & circuit int^gre munie de deux plots (15) de connexion, 
ladite puce (14) etant incorporee dans la feuille ^incorporation (18), chacun 
10 desdits deux plots (15) de connexion etant connects electriquement a une borne 
(13) d'antenne ; 

caracterise en ce qu'il comporte en outre : 

la premiere feuille (19) de recouvrement couvre directement la feuille 
d'incorporation (18) et en ce que la seconde feuille (20) de recouvrement couvre 
1 5 directement la feuille support ( 1 2). 

6. Objet selon la revendication 5, caracterise en ce que la feuille support (12), la 
feuille ^incorporation (18) et les premiere (19) et seconde (20) feuilles de 
recouvrement sont en polychlorure de vinyle. 
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